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天津中环半导体股份有限公司 

2019 年非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告 

 

一、本次募集资金使用计划 

本次发行募集资金总额不超过人民币 500,000.00 万元，扣除发行费用后的净

额拟投资于以下项目： 

单位：万元 

序号 项目名称 投资总额 拟以募集资金投入总额 

1 
集成电路用 8-12 英寸半

导体硅片之生产线项目 
570,717.17 450,000.00 

2 补充流动资金 50,000.00 50,000.00 

合计 620,717.17 500,000.00 

募集资金到位前公司可根据募集资金投资项目实施进度以自筹资金先行投

入，待募集资金到位后予以置换。 

若实际募集资金数额（扣除发行费用后）少于上述项目拟以募集资金投入金

额，在最终确定的本次募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，

按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、顺序及

各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。 

二、本次募集资金投资项目的背景和目的 

（一）本次募集资金投资项目的背景 

1、半导体是电子产品的核心，硅片是半导体生产的重要原材料  

半导体是指导电性能介于导体和绝缘体之间的材料，大部分电子产品的核心

单元都和半导体有着极为密切的关联。按使用用途，半导体产品主要可分为集成

电路、分立器件、光电器件和传感器等部分，其中集成电路又包含存储器、逻辑

电路、微处理器及模拟电路等。 
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2017 年全球半导体市场规模构成 

半导体器件 市场规模占比 

集成电路 84% 

其中：存储器 30% 

逻辑电路 25% 

微处理器 16% 

模拟电路 13% 

光电器件 8% 

分立器件 5% 

传感器 3% 

资料来源：WSTS 

硅片是生产半导体所用的载体，是半导体最重要的上游原材料。2017 年全

球半导体原材料市场规模约为 271.25 亿美元，其中硅片市场规模最大，达到 87.13

亿美元，占比为 32.12%。除硅片外，电子气体、光掩模、光刻胶及其辅助材料、

CMP 抛光材料等也是半导体制造的重要原材料。 

2017 年全球半导体原材料市场份额 

 

资料来源：SEMI 

全球半导体硅片市场集中度较高，前五家供应商日本信越化学、日本胜高、

台湾环球晶圆、德国 Siltronic 和韩国 SK Siltron，已占据半导体硅片市场 90%以

上份额。在中国大陆，仅有包含本公司在内的少数几家企业具备 8 英寸半导体硅

片的生产能力，而 12 英寸半导体硅片主要依靠进口。 

2、全球半导体产业规模持续提升，推动硅片市场需求稳步增长 

半导体尤其是集成电路广泛运用于信息、通信、计算机、消费电子、汽车、

航空航天等领域，市场规模庞大。随着个人电脑和智能手机的普及，以及人工智
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能和区块链技术的发展，全球半导体销售额持续上升。根据 WSTS 的统计结果，

全球半导体销售额由 2012 年的 2,916 亿美元，增长到 2017 年的 4,122 亿美元，

年复合增长率为 7.17%，预计 2018 年市场规模将达到 4,634 亿美元，同比增长

12.42%。 

2012-2018 年全球半导体销售额及增长速度 

 

资料来源：WSTS 

硅片是半导体生产最重要的原材料，硅片的市场规模与半导体景气度呈相互

促进、相互制约的关系，半导体市场规模的增加带动了半导体用硅片的发展。2012

年全球半导体用硅片出货面积为 90.31 亿平方英寸，到 2014 年突破 100 亿平方

英寸至 100.98 亿平方英寸，2017 年增长为 118.10 亿平方英寸，复合增长率为

5.51%，整体呈现稳定增长态势。 

2012-2017 年全球半导体用硅片出货面积及增长速度 

 

资料来源：WSTS 
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3、8 英寸、12 英寸半导体硅片成为市场主流产品 

半导体的生产效率和成本与硅片尺寸直接相关。一般来说，硅片尺寸越大，

用于生产半导体的生产效率越高，单位耗用原材料越少。随着半导体生产技术的

不断提高，硅片整体向大尺寸趋势发展，硅片尺寸从早期的 2 英寸、4 英寸，发

展为现在的 6 英寸、8 英寸和 12 英寸。其中，8 英寸和 12 英寸硅片已成为半导

体硅片的主流产品，自 2014 年起一直占据半导体硅片 90%以上的市场份额。 

在半导体材料选择上，半导体制造厂商会综合考虑生产效率、工艺难度及生

产成本等多项因素，使用不同尺寸的硅片来匹配各种规格的半导体产品，以达到

经营效益最大化。如功率半导体生产主要采用 6 英寸硅片、8 英寸硅片，微控制

器生产主要采用8英寸硅片，逻辑芯片和存储芯片生产则主要采用 12英寸硅片。 

不同尺寸半导体硅片市场占有率 

 

资料来源：SEMI 

4、下游行业发展迅速，大尺寸硅片供不应求 

随着物联网、人工智能、汽车电子和区块链等新兴技术的快速发展及移动终

端的普及，应用于逻辑芯片、存储芯片等半导体产品的 8 英寸、12 英寸硅片的

市场需求越来越大。根据日本胜高和 SEMI 的统计和预测，2017 年全球 8 英寸

和 12 英寸硅片的需求分别为 525 万片/月和 547 万片/月，8 英寸和 12 英寸硅片

的产能分别为 558 万片/月和 540 万片/月，预计到 2020 年 8 英寸和 12 英寸的需

求量将分别超过 630 万片/月和 620 万片/月。 

硅片生产线的建设周期一般为 2-3 年，且收回投资成本时间较长，投资回收

期约为 6-7 年，因此传统硅片制造大厂缺乏新建产能的动力，未来大硅片产能不
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具备快速提升的基础，在预期需求快速增长的同时，大尺寸硅片市场将出现供不

应求的局面。 

（二）本次募集资金投资项目的目的 

1、抓住市场发展机遇，丰富产品结构，增加盈利增长点  

本次募投项目达产后，有利于巩固和扩大公司在半导体硅片领域的竞争优势，

有利于公司持续、快速和健康发展。通过本次非公开发行，公司将充分运用上市

公司融资平台优势，抓住市场发展机遇，丰富公司产品结构，提升公司整体盈利

能力，增强抗风险能力和可持续发展的能力，使股东利益最大化。 

2、优化公司资本结构，降低财务风险  

公司所处半导体行业属于资金密集型行业，随着未来公司业务规模继续扩大，

现有业务的深化发展，公司对资金需求加大，将面临较大资金压力。本次非公开

发行募集资金有利于公司缓解资金压力，合理安排各项生产经营及投资活动，增

强盈利能力和抗风险能力，为公司顺利实现战略布局提供资金支持，是公司全面

提升竞争力、实现可持续发展的重要举措。 

三、本次募集资金投资项目的具体情况 

（一）集成电路用 8-12 英寸半导体硅片之生产线项目 

1、项目基本情况 

本项目通过购置生产设备，建设月产 75 万片 8 英寸抛光片和月产 15 万片

12 英寸抛光片生产线，建设期为 3 年。 

2、项目实施主体 

本项目由公司控股子公司中环领先实施。 

3、项目投资概算 

项目投资总额为 570,717.17 万元，其中设备购置费、调试费和安装工程费

501,831.59 万元，拟投入募集资金金额为 450,000.00 万元。 

4、项目经济效益 
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本次募投月产 75 万片 8 英寸抛光片和月产 15 万片 12 英寸抛光片生产线项

目所得税后内部收益率为 12.64%，所得税后静态投资回收期为 7.33 年。 

（二）补充流动资金项目 

1、项目基本情况 

为满足公司业务不断发展对流动资金的需求，公司拟将本次非公开发行募集

资金中的 50,000.00 万元用于补充流动资金。 

2、补充流动资金的测算 

（1）收入的假设 

公司通过提升产品质量，丰富产品种类，不断开拓客户并优化客户结构，

2015-2017 年营业收入实现了 38.36%的复合增长率，按此增长并以 2017 年为基

期计算，未来三年的营业收入预计如下： 

单位：万元 

项目 2017 年度 2018 年度（E） 2019 年度（E） 2020 年度（E） 

营业收入 964,418.75 1,334,397.50 1,846,310.72 2,554,608.57 

（2）经营性流动资产和经营性流动负债的测算取值依据 

假设公司经营性流动资产（应收票据、应收账款、预付账款、存货）和经营

性流动负债（应付票据、应付账款、预收账款）与公司的销售收入呈一定比例，

即经营性流动资产销售百分比和经营性流动负债销售百分比一定，且未来三年保

持不变。 

经营性流动资产=上一年度营业收入×（1+销售收入增长率）×经营性流动资

产销售百分比。经营性流动负债=上一年度营业收入×（1+销售收入增长率）×经

营性流动负债销售百分比。 

（3）流动资金占用金额的测算依据 

公司 2018 年-2020 年各年末流动资金占用金额＝各年末经营性流动资产－

各年末经营性流动负债。 

（4）流动资金缺口的测算依据 

流动资金缺口＝2020 年底流动资金占用金额－2017 年底流动资金占用金额。 

（5）流动资金需求测算过程及结果 

基于上述营业收入增长率预测及基本假设条件，公司 2018 年至 2020 年新增
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流动资金需求的测算过程如下： 

单位：万元 

项目 

2017 年度 

/2017 年 12 月 31 日 

2018 年度

/2018 年 12 月

31 日 

（E） 

2019 年度

/2019 年 12 月

31 日 

（E） 

2020 年度

/2020 年 12

月 31 日 

（E） 
金额 销售占比 

营业收入 964,418.75 100.00% 1,334,397.50 1,846,310.72 2,554,608.57 

经营性流动资产 437,718.56 45.39% 605,639.98 837,980.88 1,159,454.42 

经营性流动负债 337,252.54 34.97% 466,632.31 645,645.87 893,334.17 

流动资金占用额 100,466.02 10.42% 139,007.67 192,335.01 266,120.25 

流动资金缺口 165,654.23 

注：上表中的营业收入预测不构成盈利预测或承诺。 

根据测算，2018 年至 2020 年，公司预计将累计产生流动资金缺口 165,654.23

万元，本次非公开发行募集资金中 50,000.00 万元用于补充流动资金，以满足公

司日常生产经营及扩大生产规模的资金需求，缓解公司流动资金压力。 

四、本次募集资金投资项目的必要性 

（一）提升 8 英寸、12 英寸硅片生产能力，巩固并提升公司行业地位  

硅片是制造半导体产品最重要的基础材料，其纯度将直接影响半导体产品及

终端电子产品的性能。硅片尺寸越大，半导体产品的生产效率和硅片的利用率越

高，因此，随着半导体行业的不断发展，8 英寸、12 英寸半导体硅片已成为市场

主流产品。 

因大尺寸半导体硅片的制造具有较高的技术壁垒，行业集中度较高，全球仅

有少数企业具备 8 英寸、12 英寸半导体硅片生产能力。随着物联网、人工智能、

汽车电子和区块链等新兴技术的快速发展及移动终端的普及，市场对 8 英寸、12

英寸半导体硅片的需求持续增加，未来该领域的市场空间巨大。 

公司作为国内领先的半导体硅片生产企业，通过扩大 8 英寸半导体硅片产能，

增加 12 英寸半导体硅片生产线，不仅能够为国内和国际的晶圆制造商提供优质

且稳定的原材料，而且能够填补目前大尺寸半导体硅片制造领域的产能缺口，赢

得市场先机，从而进一步巩固和提升公司在行业中的核心竞争力和领先地位。 
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（二）优化产品结构、丰富产品构成，提升公司盈利能力 

公司目前产品主要侧重于新能源行业，半导体行业占比较低。公司现有半导

体材料中，5-6 英寸硅片产销量快速提升，8 英寸硅片已实现量产。本次募投项

目投产后，8 英寸硅片产能将进一步增加，并实现 12 英寸硅片的量产。本次募

投项目的实施将进一步提升公司产品中半导体材料的占比，公司产品结构将得到

优化，产品构成将更加丰富。 

相比光伏级单晶硅产品，半导体硅片材料利润空间更高。公司布局半导体行

业，扩大半导体材料的比重，有利于提升公司盈利能力。公司募投项目投产后，

将有助于公司抓住行业迅速发展机遇，提升盈利能力，保持公司可持续发展。 

（三）弥补资金缺口，缓解公司资金压力 

半导体行业是资金密集型产业，持续的技术研发、工艺优化及产能扩充需要

大量、持续性的资金注入，充足的资金支持对公司的业务发展至关重要。为确保

8 英寸和 12 英寸半导体硅片扩产计划的顺利实施、满足公司业务经营及不断发

展的需求，公司需要通过多种融资渠道筹集资金。本次公司采取非公开发行股份

方式筹集资金，将弥补项目资金缺口，降低公司财务风险，改善公司的资本结构，

缓解公司资金压力，为公司的持续发展注入持久的动力。 

五、本次募集资金投资项目的可行性 

（一）丰富的行业经验为项目奠定扎实基础 

公司长期专注于硅材料及其延伸产业，公司半导体锗、硅材料产业历史可追

溯至 1958 年。公司以硅材料领域的经验与技术为依托，逐步在半导体器件及新

能源光伏产业开拓业务，产品包括半导体材料、半导体器件、新能源材料的制造

与销售以及高效光伏电站项目的开发与运营等。 

公司曾承接国家科技重大专项 02 专项“大直径区熔硅单晶及国产设备产业

化”项目，是全球第三家拥有 8 英寸区熔硅片量产能力的企业，目前公司区熔产

品及区熔单晶生长技术已经全面达到国际领先水平。 

公司已在内蒙地区建立了 8 英寸、12 英寸半导体直拉单晶研发、制造中心

扩充大直径直拉单晶产能，12 英寸晶体部分进入工艺评价阶段。公司在 8 英寸
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半导体硅片生产方面已经具备了丰富的经验，为公司未来扩大 8 英寸产品产能，

增加 12 英寸产品生产奠定了基础。 

（二）雄厚的技术研发实力保障项目顺利推进 

目前，公司已经发展成为国内研发能力最强、技术最为领先的单晶硅及半导

体元件提供商之一。公司拥有 1 个国家级技术中心、5 个省部级研发中心、4 家

高新技术企业，累计拥有知识产权三百余项，成功完成多个国家级重点项目，并

在 2015 年被评为福布斯全球最具创新力成长企业。 

公司不断完善自身的研发平台及核心部件自主配套体系，培养了一大批优秀

的科技人员、工程技术人员、信息化管理人才和制造一线优秀的“工匠型”人才，

为公司的技术研发提供充足支撑。 

（三）丰厚的客户储备为项目提供市场空间 

多年以来，公司依托良好的技术研发能力及稳定的产品性能，赢得了客户的

充分认可和较好的市场口碑，积累了较为丰富的客户资源，一直与客户保持着稳

定的合作关系。此次募投项目针对 8 英寸、12 英寸半导体硅片展开，项目达产

后，公司所生产的硅片产品迎合下游客户对原材料的需求趋势，将为客户持续提

供充足的原材料支持，客户资源也将进一步得到丰富。公司经过多年经营所积累

的丰富客户储备将为此次募投项目的开展提供充足的市场空间。 

综上所述，公司本次募投项目围绕公司现有主营业务展开，在行业经验、技

术、人员、市场等方面均具有良好基础。随着募集资金投资项目的建设及公司实

际情况，公司将进一步完善技术、人员、市场等方面的储备，确保募集资金投资

项目的顺利实施。 

六、本次发行对公司经营管理、财务状况等的影响 

（一）本次发行对公司经营管理的影响 

本次募集资金投资项目符合国家相关的产业政策以及未来公司整体战略发

展方向，具有良好的市场发展前景和经济效益。本次非公开发行及募集资金投资

项目实施将进一步优化公司产品结构，增强公司盈利能力，有助于进一步提升公

司的综合竞争实力以及巩固其在行业中的地位。 
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（二）本次发行对公司财务状况的影响 

本次发行完成后，公司的资金实力将进一步增强，总资产和净资产规模提升，

资产负债率下降，财务风险将有效降低；有利于增强公司的偿债能力，优化资本

结构，进一步支持公司未来发展战略的有效实施。随着本次募集资金投资项目的

逐步实施和投产，可使公司盈利能力进一步提升，整体实力和抗风险能力进一步

加强。 

七、本次募投项目涉及的立项、环保等报批事项 

此次募投项目已于 2018 年 3 月 26 日取得宜兴市发展和改革委员会出具的

《关于中环领先半导体材料有限公司集成电路用 8-12 英寸半导体硅片项目备案

的通知》（宜发改外资备（2018）5 号）。  

此次募投项目已于 2018 年 12 月 14 日取得宜兴市环境保护局出具的《关于

对中环领先半导体材料有限公司集成电路用 8-12 英寸半导体硅片项目环境影响

报告表的批复》（宜环表复【2018】（238）号）。 

八、募集资金投资项目可行性结论 

综上所述，本次发行募集资金的用途合理、可行，项目符合国家产业政策。

项目建设有利于完善公司业务结构，提升公司综合实力和核心竞争力，促进公司

持续、健康发展，符合公司及公司全体股东的利益。 

 

 

 

 

天津中环半导体股份有限公司董事会 

                                            2019 年 1 月 7 日 
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